DISENO MICROELECTRONICO II

Troncal: 6 credits (3+3)

Descriptor BOE: Estudi de les metodologies de disseny i test de circuits integrats amb 1’objecte de

completar la formacié de I’alumne.

TEMARIO

1.- Etapas en el disefio de un CI
Estudios de fiabilidad
Herramientas de disefio, controlabilidad, testabilidad
Reglas de disefio para la testabilidad
Caminos internos (scan-paths)

Prototipos y series
Relaciones con la “foundry”

2.-Herramientas de ayuda al disefio: Herramientas de verificacién dinimica.
Niveles de representacion
Simulacion eléctrica
Simulacion temporal
Simulacion logica
Simulacion funcional/mixta

3.- Herramientas de ayuda al disefio: Herramientas de sintesis
Sintesis de alto nivel
Ubicacion (placement)
Conexionado (routing).

4.- Herramientas de ayuda al disefio: Herramientas de verificacion estatica
Verificadores de reglas de disefo
Verificadores temporales

5.- Implementacion fisica: Metodologias de disefio
Full-custom, standar-cells, sea-of-gates, FPGAs
Bibliotecas de celdas
Encapsulado

6.- Test de Cis
Necesidad del test
Equipos automaticos de test (ATEs)
Modelos de fallos
Generacion de vectores de test
Simuladores de fallos

7.-Diseiio para la testabilidad
Observabilidad Boundary scan
Test interno no concurrente (BIST
Test interno concurrente
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Practicas:

Disefio, de forma guiada, de un chip desde el nivel de puertas al layout y encapsulado. El objetivo de las
practicas es que el alumno conozca y utilice con soltura las herramientas de disefio. Se utilizara el mismo
entorno CAD que en Disefio Microelectronico 1.



